
(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202321195386.7

(22)申请日 2023.05.18

(73)专利权人 扬州茂佳电子有限公司

地址 225000 江苏省扬州市邗江区槐泗镇

弘扬西路2幢

    专利权人 马群

(72)发明人 陈义　张兆成　马群　

(74)专利代理机构 南京启扬知识产权代理事务

所(普通合伙) 32703

专利代理师 陈栋智

(51)Int.Cl.

H01L 31/052(2014.01)

H01L 23/367(2006.01)

 

(54)实用新型名称
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(57)摘要

本实用新型公开了二极管领域内的一种光

伏旁路二极管的散热结构，包括第一框架和第二

框架，第一框架和第二框架之间经铜跳线相连，

第一框架的底部固定有散热片，本实用新型解决

了现有技术中过电流能力弱、散热性能差的问

题。
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1.一种光伏旁路二极管的散热结构，包括第一框架（100）和第二框架（200），所述第一

框架（100）和第二框架（200）之间经铜跳线（400）相连，其特征在于，所述第一框架（100）的

底部固定有散热片（600）；

所述第二框架（200）的底部也固定有散热片（600）；

所述散热片（600）采用U形结构；

所述第一框架（100）一侧中部向第二框架（200）方向延伸形成基岛（101），所述第二框

架（200）一侧两边向第一框架（100）方向延伸形成一对设置在基岛（101）两旁的接线端子

（201），所述基岛（101）与接线端子（201）之间形成凹凸配合，所述基岛（101）正面设置有芯

片（300），所述芯片（300）与两接线端子（201）之间经铜跳线（400）相连，芯片（300）及铜跳线

（400）外周包裹塑封壳（500），所述铜跳线（400）宽度大于芯片（300）。

2.根据权利要求1所述的一种光伏旁路二极管的散热结构，其特征在于，所述铜跳线

（400）分别为条状结构，两端分别连接在接线端子（201）上，中部底面与芯片（300）相连。

3.根据权利要求1所述的一种光伏旁路二极管的散热结构，其特征在于，所述铜跳线

（400）中部底面设有方形凸台（401），方形凸台（401）抵触在芯片（300）上。

4.根据权利要求3所述的一种光伏旁路二极管的散热结构，其特征在于，所述凸台上加

工有通孔（402）。

5.根据权利要求1所述的一种光伏旁路二极管的散热结构，其特征在于，所述铜跳线

（400）的中部高于两端。

6.根据权利要求1所述的一种光伏旁路二极管的散热结构，其特征在于，所述铜跳线

（400）上靠近两端位置开设有应力孔（403）。

7.根据权利要求1所述的一种光伏旁路二极管的散热结构，其特征在于，所述第一框架

（100）上开设有V型槽（102）。
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一种光伏旁路二极管的散热结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及二极管技术领域，特别涉及一种旁路二极管。

背景技术

[0002] 太阳能电池组件在长期使用过程中难免落上遮挡物，这些遮挡物在太阳能电池组

件上形成局部阴影，局部阴影下串联支路中的太阳能电池组件将被当作负载，并消耗其他

太阳能电池组件所产生的能量，从而产生热量导致局部温升，形成“热斑效应”，“热斑效应”

严重时将会使电池组件上的焊点熔化并毁坏栅线，为了防止太阳能电池由于“热斑效应”而

遭受破坏，实际操作中都是在太阳能电池组件的正负极间并联一个旁路二极管模块，该模

块中至少存在一个旁路二极管，以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。

[0003] 现有技术中公开了一种光伏旁路二极管的散热结构，其公开号为：CN  211828758 

U，包括第一框架和第二框架，所述第一框架和第二框架之间经铜跳线相连，所述第一框架

一侧中部向第二框架方向延伸形成基岛，所述第二框架一侧两边向第一框架方向延伸形成

一对设置在基岛两旁的接线端子，所述基岛与接线端子之间形成凹凸配合，所述基岛正面

与背面均设置有芯片，所述芯片与两接线端子之间经铜跳线相连。其不足之处在于，其散热

性能较差，过电流能力较弱。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术中存在的不足，本实用新型提供了一种光伏旁路二极管的散热结

构，解决了现有技术中过电流能力弱、散热性能差的问题。

[0005] 本实用新型的目的是这样实现的：一种光伏旁路二极管的散热结构，包括第一框

架和第二框架，所述第一框架和第二框架之间经铜跳线相连，第一框架的底部固定有散热

片。

[0006] 作为本实用新型所述一种光伏旁路二极管的散热结构的优选技术方案，所述第二

框架的底部也固定有散热片。

[0007] 作为本实用新型所述一种光伏旁路二极管的散热结构的优选技术方案，所述散热

片采用U形结构。

[0008] 作为本实用新型所述一种光伏旁路二极管的散热结构的优选技术方案，所述第一

框架一侧中部向第二框架方向延伸形成基岛，所述第二框架一侧两边向第一框架方向延伸

形成一对设置在基岛两旁的接线端子，所述基岛与接线端子之间形成凹凸配合，所述基岛

正面设置有芯片，所述芯片与两接线端子之间经铜跳线相连，芯片及铜跳线外周包裹塑封

壳，所述铜跳线宽度大于芯片。

[0009] 作为本实用新型所述一种光伏旁路二极管的散热结构的优选技术方案，所述铜跳

线分别为条状结构，两端分别连接在接线端子上，中部底面与芯片相连。

[0010] 作为本实用新型所述一种光伏旁路二极管的散热结构的优选技术方案，所述铜跳

线中部底面设有方形凸台，方形凸台抵触在芯片上。
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[0011] 作为本实用新型所述一种光伏旁路二极管的散热结构的优选技术方案，所述凸台

上加工有通孔。

[0012] 作为本实用新型所述一种光伏旁路二极管的散热结构的优选技术方案，所述铜跳

线的中部高于两端。

[0013] 作为本实用新型所述一种光伏旁路二极管的散热结构的优选技术方案，所述铜跳

线上靠近两端位置开设有应力孔。

[0014] 作为本实用新型所述一种光伏旁路二极管的散热结构的优选技术方案，所述第一

框架上开设有V型槽。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果在于：

[0016] 本实用新型提高了二极管的过流能力，进一步提升了二极管的散热性能。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅

是本实用新型的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还

可以根据提供的附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本实用新型结构示意图。

[0019] 图2为本实用新型内部结构示意图。

[0020] 图3为本实用新型端面图。

[0021] 图4本实用新型中第一框架和第二框架结构示意图。

[0022] 图5为本实用新型中铜跳线结构示意图一。

[0023] 图6为本实用新型中铜跳线结构示意图二。

[0024] 其中，100第一框架，101基岛，102V型槽，200第二框架，201接线端子，300芯片，400

铜跳线，401方形凸台，402通孔，403应力孔，500塑封壳，600散热片。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例1

[0027] 如图1‑6所示的一种光伏旁路二极管的散热结构，包括第一框架100和第二框架

200，第一框架100和第二框架200之间经铜跳线400相连，第一框架100一侧中部向第二框架

200方向延伸形成基岛101，第二框架200一侧两边向第一框架100方向延伸形成一对设置在

基岛101两旁的接线端子201，基岛101与接线端子201之间形成凹凸配合，基岛101正面设置

有芯片300，芯片300与两接线端子201之间经铜跳线400相连，芯片300及铜跳线400外周包

裹塑封壳500，铜跳线400宽度大于芯片300，第一框架100的底部固定有散热片600，第二框

架200的底部也固定有散热片600，散热片600采用U形结构。

[0028] 具体的，铜跳线400分别为一整体条状结构，两端分别连接在接线端子201上，中部
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底面与芯片300相连，散热片600包括用以固定的水平部，水平部的两侧设有折边，如此形成

U形结构，散热片600与第一框架100、第二框架200的固定方式可采用电阻焊。

[0029] 需要说明的是，本实用新型通过加长铜跳线400结构，使其两端分别连接在两接线

端子201上，增强了二极管的过流能力，同时，将铜跳线400的宽度设计较宽，使其宽度大于

芯片300，从而在进一步增强过流能力的同时，提升了散热性能；散热片600的设计通过加大

面积的方式进一步本实用新型的散热性能。

[0030] 进一步的，铜跳线400中部底面设有方形凸台401，方形凸台401抵触在芯片300上。

[0031] 具体的，方形凸台401通过冲压形成，方形凸台401的面积略小于芯片300。

[0032] 需要说明的是，如此设计可加大铜跳线400与芯片300的接触面积，进一步提升过

流能力。

[0033] 进一步的，凸台上加工有通孔402。

[0034] 具体的，通孔402贯穿开设在凸台的中央。

[0035] 需要说明的是，凸台与芯片300接触时需要涂抹锡膏，如此设计可使得多出的锡膏

可从通孔402溢出，从而增强芯片300与凸台的粘接力，与此同时，使得多出的锡膏不会流向

芯片300边缘，提升了可靠性。

[0036] 进一步的，铜跳线400的中部高于两端。

[0037] 具体的，铜跳线400的厚度相等，中部通过冲压的方式加工出来，形成中部高两端

低的结构。

[0038] 需要说明的是，如此结构设计省去了两端单独接线的设计，两端可直接固定在接

线端子201上，同时，由于中间高，留出的凸台冲压空间，结构设计更加合理。

[0039] 进一步的，铜跳线400上靠近两端位置开设有应力孔403。

[0040] 具体的，应力孔403开设在中部与两端过渡处。

[0041] 需要说明的是，应力孔403的设计减小了热胀冷缩带来的应力，进一步保护了芯片

300，提升可靠性。

[0042] 进一步的，第一框架100上开设有V型槽102。

[0043] 具体的，V型槽102开设有塑封壳500内，且开设有两道。

[0044] 需要说明的是，V型槽102的设计是为了增强塑封壳500与第一框架100的粘接力，

进一步提升可靠性。

[0045] 实施例2

[0046] 该实施例与实施例1的区别为：散热片600仅设置在第一框架100的底部。

[0047] 实施例3

[0048] 该实施例与实施例1的区别为：散热片600仅设置在第二框架200的底部。

[0049] 以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。应当指

出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以对本

实用新型进行若干改进和修饰，这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围

内。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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图6
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